
ＦＩＢマイクロサンプリング/ＴＥＭ観察方法

対象位置をＦＩＢ加工対象位置をＦＩＢ加工 ニードル接着ニードル接着

試料取出し試料取出しＦＩＢ薄片化ＦＩＢ薄片化ＦＩＢ加工後ＦＩＢ加工後

厚み < 100nm厚み < 100nm

前処理に熟練を要する
試料作成に時間を要する

ＴＥＭ観察ＴＥＭ観察
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